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Besc hr e i bung 
Chipmodul 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Chipmodul, das fur die 
Verwendung bei Chipkarten vorgesehen ist und auSer einem Chip 
iiber ein weiteres Bauelement verf ugt . 

Chipkarten sollen in Zukunft mit erweiterten Funktionen aus- 

10 gestattet werden. Dazu gehort auSer der Ubertragung von Daten 
^mittels elektrischer Datenleitungen auch eine Ubermittlung 
von Informationen durch elektromagnetische Strahlen, die im 
einfachsten Fall zur optischen Wiedergabe von Informationen 
eingesetzt werden. In einer Chipkarte soli daher auSer dem 

15 Chip ein weiteres Bauelement integriert sein, das fur die 

Aufnahme, Abgabe, Reflexion oder partielle Abschirmung elek- 
tromagnetischer Strahlung vorgesehen ist. Es kann sich dabei 
um ein Anzeigeteil (Display) handeln, das selbst elektromag- 
netische Wellen im optischen Bereich abstrahlt oder wie im 

20 Fall einer LCD Licht reflektiert und/oder partiell abschirmt, 
um so eine optische Anzeige zu bewirken. Es kann sich auSer- 
dem bei diesem Bauelement um einen Sensor oder Detektor fur 
Strahlung handeln, der dafiir vorgesehen sein kann, einge- 
strahlte Informationen aufzunehmen, die z. B . durch eine ge- 
'it,- eignet modulierte elektromagnetische Welle iibertragen wird. 

Das Bauelement kann ebenso modulierte elektromagnetische Wel- 
len abgeben. Eine Ubermittlung elektromagnet ischer Strahlung 
zu der Chipkarte oder von der Chipkarte ins Auge des Betrach- 
ters oder in einen Detektor eines Terminals bietet daher eine 

3 0 Vielzahl von Moglichkeiten, die Funktionen einer Chipkarte zu 
erweitern. Mehr noch als bei herkommlichen Chipmodulen tritt 
allerdings das Problem auf , dass auSer dem Halbleiterchip ein 
weiteres Bauelement in einen Chipkartenkorper eingesetzt und 
dort ausreichend bruchsicher befestigt werden muss. Dieses 

3 5 Einsetzen und elektrische Kontaktieren des weiteren Bauele- 
mentes darf die Fertigungskosten und den Herstellungsauf wand 
nicht wesentlich erhohen. 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein einfach her- 
stellbares Chipmodul anzugeben, mit dem eine Chipkarte mit 
einem Chip sowie einem weiteren Bauelement ausgerustet werden 
5 kann, das fur die Kommunikation mittels elektromagnetischer 
Strahlung geeignet ist. 

Diese Aufgabe wird mit dem Chipmodul mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 gelost. Ausgestaltungen ergeben sich aus den ab- 
io hangigen Anspruchen. 



^ / Das Chipmodul umfasst einen Halbleiterchip , der auf einer 
Hauptseite eines flachig ausgedehnten Substrates befestigt 
ist, wobei dieses Substrat mit elektrisch leitenden Verbin- 
15 dungen auf derselben Hauptseite versehen ist. Ein weiteres 

Bauelement, das fur Aufnahme, Abgabe, Reflexion oder partiel- 
le Abschirmung elektromagnetischer Strahlung vorgesehen ist, 
z. B. ein Strahlungssensor oder eine optische Anzeigevorrich- 
tung (Display) , ist auf derselben Hauptseite des Substrates 
20 angebracht . Der Halbleiterchip und das weitere Bauelement 

sind an die elektrisch leitenden Verbindungen angeschlossen, 
so dass das weitere Bauelement mit dem Halbleiterchip elek- 
trisch verbunden ist. Wesentlich fur das erf indungsgemaSe 
Chipmodul ist, dass das Substrat zumindest in einem von dem 
|Pt weiteren Bauelement eingenommenen Bereich und in ausreichen- 
dem Umfang fur die in Frage kommende Strahlung durchlassig 
ist . 

Damit ist erreicht, dass das Chipmodul an einer Oberseite ei- 
3 0 nes mit entsprechenden Aussparungen versehenen Kartenkorpers 
so angebracht werden kann, dass die den Bauelementen gegen- 
iiberliegende Hauptseite des Substrates eine Oberseite der da- 
mit ausgebildeten Chipkarte bildet. Der Chip und das weitere 
Bauelement bef inden sich danach in den Aussparungen des Kar- 
35 tenkorpers, so dass die Chipkarte mit einer ebenen Oberseite 
hergestellt werden kann. 
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Das Chipmodul bietet daher eine einfach herstellbare verbun- 
dene Anordnung der wesentlichen Bestandteile . Der Chip und 
das damit verbundene weitere Bauelement sind gemeinsam an ei- 
nem strahlungsdurchlassigen Substrat befestigt und konrien 
5 insgesamt in einen Kartenkorper eingesetzt werden. Das Sub- 
strat kann eine im vorgesehenen Wellenbereich fur elektromag- 
netische Strahlung durchlassige Folie sein, bei bevorzugten 
Ausgestaltungen eine lichtdurchlassige Folie, die daher fur 
das Anbringen einer optischen Anzeigevorrichtung geeignet 

10 ist. Es kann sich dabei urn eine ohnehin fur die Oberseite der 
LCD-Anzeige verwendete Polarisationsf olie handeln; es kann 

_ insbesondere eine Folie aus Polyethylenterephthalat (PET) 

} sein. Die Strahlungsdurchlassigkeit braucht im Prinzip nur im 
Bereich des angebrachten Bauelementes vorhanden zu sein. An- 

15 dere Bereiche des Substrates konnen abgedeckt oder in irgend- 
einer Weise so behandelt sein, dass dort die Strahlungsdurch- 
lassigkeit verringert oder nicht mehr gewahrleistet ist. 

Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispielen des Chip- 
20 moduls anhand der beigefiigten Figuren 1 und 2. 

Die Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem typischen Aus- 
f iihrungsbeispiel des Chipmoduls im Querschnitt. 
Die Figur 2 zeigt die Anordnung gemafi der Figur 1 aus der 
Blickrichtung von unten. 

In der Figur 1 ist eine Anordnung dargestellt, bei der auf 
einem Substrat 1 ein weiteres Bauelement 2, elektrisch lei- 
tende Verbindungen 3, ein Halbleiterchip 4, Klebstof f schich- 
ten 5, eine Durchkontaktierung 6, eine Kontaktf lache 7, und 

3 0 ein Treiberchip 20 fur das weitere Bauelement vorhanden sind. 
Unabhangig von den moglichen einzelnen Aus f iihrungs f ormen sind 
bei dem erf indungsgemafien Chipmodul das Substrat 1, der Chip 
4, das weitere Bauelement 2 und die elektrisch leitende Ver- 
bindung 3 vorhanden, wobei diese Komponenten auf derselben 

3 5 Hauptseite des flachig ausgedehnten Substrates 1 angebracht 
sind . 
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Die elektrisch leitenden Verbindungen 3 sind vorzugsweise 
Leiterbahnen aus einem elektrisch leitenden Material, die auf 
der betreffenden Hauptseite des Substrates 1 aufgebracht sind 
und zur elektrischen Verbindung zwischen dem Chip 4 und dem 
weiteren Bauelement 2 vorgesehen sind. Die Leiterbahnen kon- 
nen auSerdem so strukturiert sein, dass zumindest ein Anteil 
der Leiterbahnen als Antenne fungiert, die fur eine kontakt- 
lose Ubertragung von Daten und/oder Energie vorgesehen ist. 
Als Antennenstruktur ist eine Leiterspirale oder zumindest 
spiralartige Leiterstruktur geeignet. Je nach Ausf iihrungsbei- 
spiel kann aber auch nur ein Leiterbahnstreif en als Antenne 
vorgesehen sein. 

Im Prinzip ist es moglich, Anschlusskontakte des Chips 4 und 
Anschlusskontakte des weiteren Bauelementes 2 rnit Anschluss- 
drahten (Bonddrahten) mit dafur vorgesehenen Kontaktf lachen 
der elektrisch leitenden Verbindungen 3 zu verbinden. Bei dem 
in der Figur 1 dargestellten bevorzugten Ausf iihrungsbeispiel 
sind die Bauelemente nach Art einer Flip-Chip-Montage (FCOS, 
Flip-Chip On Substrate) auf den elektrisch leitenden Verbin- 
dungen 3 so aufgebracht, dass die Anschlusskontakte des Chips 
4 bzw. des weiteren Bauelementes 2 mit den zugehorigen Lei- 
terbahnen elektrisch leitend verbunden werden. 

Dafur konnen die Klebstof f schichten 5 vorteilhaft eingesetzt 
werden. Ein Leitkleber ist ein mit elektrisch leitendem Full- 
stoff versehener Klebstof f. Dieser Fullstoff wird durch elek- 
trisch leitende Partikel gebildet, z. B. durch kleine Metall- 
kugeln. Wenn der Klebstof f in einer diinnen Schicht aufge- 
bracht wird, stellen die leitenden Partikel elektrische Ver- 
bindungen vertikal zu der Ebene der Klebstof f schicht her. Die 
elektrisch leitenden Partikel sind in dem Klebstoff in einer 
solchen Dichte oder Konzentration vorhanden, dass in der 
Klebstof f schicht eine sehr dichte Anordnung derartiger verti- 
kaler leitender Verbindungen ausgebildet wird, wahrend ande- 
rerseits eine laterale, d. h. innerhalb der Schichtebene aus- 
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gerichtete Verbindung, die zu einem Kurzschluss benachbarter 
Anschliisse fiihren wiirde, verhindert ist. 

Wenn es sich bei dem weiteren Bauelement 2 gemaS einem bevor- 
zugten Ausf uhrungsbei spiel um eine optische Anzeige, ein Dis- 
play, handelt, ist dieses Bauelement vorzugsweise mit einem 
fiir dessen Funktionsf ahigkeit vorgesehenen Treiber 2 0 verse- 
hen, der diejenige elektronische Schaltung enthalt, die fiir 
die unmittelbare Funktionsweise des weiteren Bauelementes 2 
erforderlich ist. Fur die Ansteuerung des weiteren Bauelemen- 
tes 2 ist jedoch der Chip 4 vorgesehen, der die fiir die vor- 
gesehene Funktionsweise des Chipmoduls erf orderlichen elek- 
tronischen Schaltungen enthalt. Das ist insbesondere ein Con- 
troller oder Prozessor, der fur eine Datenubertragung und Da- 
tenverarbeitung eingerichtet ist. Der Chip 4 steuert das wei- 
tere Bauelement 2 iiber die elektrisch leitenden Verbindungen 
3 an. Der Chip 4 kann so in einem bevorzugten Ausf uhrungsbei - 
spiel, bei dem das weitere Bauelement eine Anzeigevorrichtung 
ist, den anzuzeigenden Dateninhalt an dieses Bauelement aus- 
geben. 

Wenn das weitere Bauelement ein Sensor, speziell ein Strah- 
lungsdetektor , ist, dient ein an das weitere Bauelement 2 an- 
geschlossener Treiber 2 0 dazu, ein Messsignal aufzunehmen. 
Eine Auswertung eines Messsignals erfolgt dann ebenfalls vor- 
zugsweise in dem Chip 4, an den das Signal iiber die elek- 
trisch leitenden Verbindungen iibermittelt wird. 

Die Aufnahme, Abgabe, Reflexion oder partielle Abschirmung 
der elektromagnetischen Strahlung durch das weitere Bauele- 
ment 2 erfolgt auf dessen dem Substrat 1 zugewandter Seite . 
Die Funktion kann dieses weitere Bauelement 2 erfiillen, da 
das Substrat 1 zumindest in dem in der Figur 1 eingezeichne- 
ten Bereich 10 fiir die betreffende Strahlung in ausreichendem 
Umfang durchlassig ist. 
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Falls der Chip 4 iiber geeignete Kontakte mit externen An- 
schlussen, z. B. eines Terminals oder dergleichen, verbunden 
werden konnen soli, kann mindestens eine Kontaktf lache 7 
(z. B. aus Metall) vorgesehen sein, die wegen der vorgesehe- 
5 nen Verwendung des Chipmoduls vorzugsweise auf der von dem 
Chip 4 abgewandten weiteren Hauptseite des Substrates aufge- 
bracht ist. Fiir den elektrischen Anschluss zwischen der Kon- 
taktflache und einem entsprechenden Anschlusskontakt des 
Chips kann eine Durchkontaktierung 6 vorgesehen sein, die ei- 

10 ne elektrisch leitende Verbindung vertikal zu der Flache des 
Substrates 1 durch das Substrat hindurch bildet und die elek- 

^ s trisch leitende Kontaktf lache 7 mit einem dafiir vorgesehenen 
' Anschlusskontakt des Chips 4 oder mit einer dafiir vorgesehe- 
nen Leiterbahn oder elektrisch leitenden Verbindung 3 verbin- 

15 det. 

Die Anordnung der Komponenten des Chipmoduls ermoglicht es, 
die gesamte Anordnung in einen ansonsten homogenen Kartenkor- 
per einzusetzen, indem z. B. die langs der Rander des Sub- 

2 0 st rates uber den Chip 4 und das weitere Bauelement 2 hinaus- 
ragenden Anteile des Substrates 1 auf einen eine Aussparung 
umgebenden auSeren Bereich einer Oberseite eines Kartenkor- 
pers aufgeklebt werden. Die auf der Unterseite des Substrates 
angebrachten Bauelemente werden gegebenenf alls in der Ausspa- 

^| rung des Kartenkorpers in eine Fullmasse oder einen Klebstoff 
eingebettet . 

Weitergehende Ausf iihrungsbeispiele sehen vor, dass das Sub- 
strat 1 mehrere Schichtlagen umfassen kann oder aus bereichs- 

30 weise unterschiedlichen Materialien oder einem bereichsweise 
unterschiedlich ausgestalteten Material besteht. Das Substrat 
kann z. B. sowohl eine strahlungsdurchlassige Polarisations- 
schicht als auch eine eigens fiir die Tragerf unktion des Sub- 
strates vorgesehene Substrat schicht umfassen. Falls diese 

35 Substratschicht nicht fiir die Strahlung durchlassig ist, muss 
im Bereich 10, in dem das weitere Bauelement angeordnet ist, 
eine Aussparung in der Substratschicht vorgesehen sein. 
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Das weitere Bauelement 2 kann, wie in der Figur 1 angedeutet 
ist, mit einem randseitigen Bereich der dem Substrat 1 zuge- 
wandten Oberseite an dem Substrat befestigt sein. Das weitere 
Bauelement kann statt dessen auch ganzflachig an dem Substrat 
1 befestigt sein, wenn dafiir ein fur die vorgesehene Strah- 
lung durchlassiges Material als Klebstoff verwendet wird. Der 
Treiber 2 0 kann auch integraler Bestandteil des weiteren Bau- 
elementes 2 sein oder zwischen dem Substrat 1 und dem weite- 
ren Bauelement 2 angeordnet sein. Der Abstand zwischen dem 
Substrat 1 und dem weiteren Bauelement 2 kann im Prinzip be- 
liebig gering oder auch deutlich groSer sein, als in der Fi- 
gur 1, nicht maiSstabsgetreu, wiedergegeben ist. 

In der Figur 2 ist eine Aufsicht auf das Beispiel des Chipmo- 
duls gemafi der Figur 1 aus einer Blickrichtung von unten dar- 
gestellt. Es ist in dieser Blickrichtung also der Treiber 20 
auf der Unterseite des weiteren Bauelementes 2 erkennbar. Die 
elektrisch leitenden Verbindungen 3 zwischen dem Chip 4 und 
dem weiteren Bauelement 2 sind hier durch funf vereinfacht 
dargestellte Leiterbahnen wiedergegeben. Die GroSenrelationen 
zwischen dem Chip 4, dem weiteren Bauelement 2 und dem Trei- 
ber 20 sind nicht f estgelegt . Der Chip 4 kann grofier oder 
kleiner als in der Figur dargestellt ausgebildet sein. Ein 
Sensor als weiteres Bauelement 2 wird moglicherweise erheb- 
lich kleinere Abmessungen als der Chip 4 aufweisen. Eine op- 
tische Anzeige wird moglicherweise einen wesentlichen Bereich 
der Gesamtflache des Substrates 1 umfassen. Diesen Ausgestal- 
tungen sind im Rahmen der Erfindung keine grundsat zlichen 
Grenzen gesetzt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine 
fur die leichte Herstellbarkeit erf orderliche Widerstandsf a- 
higkeit und Bruchsicherheit des Chipmoduls gewahrleistet ist. 
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Patent anspriiche 
L . Chipmodul 

mit einem Halbleiterchip (4) , der auf einer Hauptseite eines 
* 5 flachig ausgedehnten Substrates (1) befestigt ist, und 

mit mindestens einer elektrisch leitenden Verbindung (3) , die 
mit einem Anschlusskontakt des Halbleiterchips verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die mindestens eine elektrisch leitende Verbindung (3) auf 

10 der besagten Hauptseite des Substrates angebracht ist, 

ein weiteres Bauelement (2) , das fur Aufnahme, Abgabe, Refle- 
, xion oder partielle Abschirmung elektromagnetischer Strahlung 
vorgesehen ist, auf der besagten Hauptseite des Substrates 
angebracht und an die mindestens eine elektrisch leitende 

15 Verbindung angeschlossen ist und 

das Substrat (1) in einem fur die Aufnahme, Abgabe, Reflexion 
bzw. partielle Abschirmung der Strahlung durch das weitere 
Bauelement ausreichenden Umfang fur die besagte Strahlung 
durchlassig ist. 

20 

2. Chipmodul nach Anspruch 1, bei dem 

das weitere Bauelement (2) fur Strahlung im Bereich sichtba- 
rer Wellenlangen vorgesehen ist. 

■life ' 3 . Chipmodul nach Anspruch 2 , bei dem 

das weitere Bauelement (2) eine Anzeigevorrichtung ist. 

4. Chipmodul nach Anspruch 1, bei dem 

das weitere Bauelement (2) ein Strahlungsdetektor ist. 

30 

5. Chipmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei dem 

das Substrat (1) eine fur die betreffende Strahlung durchlas- 
sige Folie ist. 

3 5 6. Chipmodul nach Anspruch 5, bei dem 

das Substrat Polyethylenterephthalat ist. 
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7. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei dem 

auf einer der besagten Hauptseite gegenuberliegenden Haupt- 
seite des Substrates mindestens eine Kontaktf lache (7) aus 
elektrisch leitendem Material aufgebracht ist und mittels ei 
ner durch das Subs t rat (1) gehenden Durchkontaktierung (6) 
mit der mindestens einen elektrisch leitenden Verbindung (3) 
verbunden ist. 

8. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 7, bei dem 
der Halbleiterchip (4) und/oder das weitere Bauelement (2) 
mittels eines mit elektrisch leitendem Fullstoff versehenen 
Klebstoffs an dem Substrat befestigt und an die mindestens 
eine elektrisch leitende Verbindung (3) angeschlossen sind. 

9. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 8, bei dem 

das Substrat (1) Abmessungen aufweist, die ein Anbringen an 
einer Oberseite eines fur eine Chipkarte vorgesehenen Karten 
korpers ermoglichen. 

10. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 9, bei dem 
die elektrisch leitenden Verbindungen (3) eine als Antenne 
vorgesehene Leiterstruktur umfassen. 
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Zusammenf as sung 
Chipmodul 

Das Chipmodul umfasst einen Halbleiterchip, der auf einer 
Hauptseite eines flachig ausgedehnten Substrates befestigt 
ist. Ein weiteres Bauelement, das fur Aufnahme, Abgabe, Re- 
flexion oder partielle Abschirmung elektromagnetischer Strah- 
lung vorgesehen ist, z. B. ein Strahlungssensor oder eine op- 
tische Anzeigevorrichtung (Display) , ist auf derselben Haupt- 
seite des Substrates angebracht und an den Halbleiterchip an- 
geschlossen. Wesentlich ist, dass das Substrat zumindest in 
einem von dem weiteren Bauelement eingenommenen Bereich (10) 
und in ausreichendem Umfang fur die in Frage kommende Strah- 
lung durchlassig ist. 



Figur 1 



